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OBJETIVOS GENERALES

Entender los fundamentos de los materiales utilizados en la tecnologia electronica y las técnicas de fabricacion de
componentes. Desarrollo de las diferentes tecnologias y procesos tecnoldgicos. Criterios de eleccion de materiales y
tecnologias, asi como el estudio de la fiabilidad de los mismos.

PROGRAMA

Tema 1.- INTRODUCCION.

Introduccion a las tecnologias de integracién de componentes, circuitos, sistemas electronicos y materiales utilizados.

Tema 2.- CIRCUITOS IMPRESOS.

Introduccion. Tipos de circuitos impresos. Disefio de circuitos impresos. Utiles. Procesos de realizacién. Ejemplos de realizacion de circuitos
impresos. Ejercicios.

Tema 3.- CIRCUITOS INTEGRADOS HIBRIDOS DE CAPA GRUESA.

Introduccion. Disefio de circuitos hibridos de capa gruesa. Materiales. Proceso serigréfico. Procesos térmicos. Proceso de ajuste.
Posicionado y fijacién de componentes. Técnicas de soldadura. Proteccion y encapsulado. Pruebas finales. Ejercicios.

Tema 4.- CIRCUITOS INTEGRADOS HIBRIDOS DE CAPA FINA.

Capas delgadas : propiedades generales, materiales, substratos. Técnicas de deposicion de capas delgadas: Evaporacién al vacio,
pulverizacién catddica, asistido por iones, plasma. Circuitos integrados hibridos de capa fina. Proteccion, encapsulado y tests de circuitos
hibridos de capa fina. Aplicaciones de los circuitos hibridos de capa fina.

Tema 5.- CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLITICOS.

Introduccion. Substratos y su preparacion. Litografia: optica, electronica y de rayos X. Crecimiento y/o deposicion de capas dieléctricas.
Difusion térmica. Oxidacion térmica. Crecimiento epitaxial. Implantacion iénica. Grabados secos y himedos. Metalizacion. Técnicas de
proteccion y encapsulado. Fabricacién de dispositivos y circuitos integrados. Técnicas de caracterizacidn. Simulacion de procesos. Ejercicios.
Tema 6.- CALIDAD Y FIABILIDAD DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS.

Introduccion. Calidad en la fabricacién de dispositivos y circuitos. Controles de calidad. Fiabilidad experimental y previsional. Resumen,
conclusiones y ejercicios.

Tema 7.- PERSPECTIVA DE LA TECNOLOGIA MICROELECTRONICA.

Estudio prospectivo. Conclusiones finales.
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CRITERIOS DE EVALUACION.
Consta de un examen escrito, el cual esta constituido de un test tedrico (30%) de toda la asignatura y de un conjunto
de ejercicios o problemas (70%).
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